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两大运营商暂停eSIM业务 专家呼吁多给点时间

普及不顺利

高带宽内存成新宠 三大巨头加码“押注”

安全问题仍需重视

各方抢购

三分天下

过去，HBM 的需求仅占整体

DRAM 市场的不到 1%，而随着市

场需求的进一步提高，各大存储厂

商也展开了对这一市场的争夺。

HBM市场目前由三大DRAM

原厂占据，根据 TrendForce 统计，

2022年三大原厂HBM市场占有率

分别为 SK 海力士占 50%、三星约

40%、美光约 10%，而 SK 海力士是

唯一实现了量产 HBM3 的厂商。

预计2023年SK海力士将受益新世

代HBM3产品的量产，其市场占有

率有望提升至53%。

今年 4 月 SK 海力士又推出

24GB HBM3 产品（HBM3E），容量

再度提升且采用更薄的DRAM芯

片垂直堆叠，实现了与16GB产品相

同的高度，而这也是头部公司争相

向SK海力士申请样片测试的原因。

而这也让SK海力士在相对萎

靡的存储市场得以支撑。财报显

示，SK 海力士第二季度合并收入

为 7.31 万亿韩元，环比增长 44%，

同比下降47%；营业亏损2.88万亿

韩元，环比增长 15%，同比由盈转

亏；净亏损 2.99 万亿韩元，环比下

降16%，同比由盈转亏。2023财年

第二季度营业亏损率为39%，净亏

损率为41%。

SK 海力士表示，尽管消费者

需求持续疲软，但生成式AI市场的

扩张已迅速推高了对AI服务器内

存的需求。因此，HBM3和DDR5

等高端产品的销量增加，从而推动

公司第二季度收入环比增长44%，

而营业亏损收窄15%。

不仅如此，SK 海力士已明确

明 年 上 半 年 生 产 HBM3E，并 将

HBM4 的 生 产 目 标 时 间 定 在 了

2026年。

另一存储巨头三星也计划投

资1万亿韩元（约合7.6亿美元）扩

产 HBM，目 标 明 年 年 底 之 前 将

HBM 产能提高一倍，已下达主要

设备订单。据当地券商KB Secu-

rities 称，到 2024 年，HBM3 将占三

星芯片销售收入的18%，高于今年

预计的 6%。据韩媒报道称，三星

负责芯片业务的设备解决方案部

门 总 裁 兼 负 责 人 Kyung Kye-

hyun 在今年 7 月早些时候的公司

会议上表示，三星将努力控制一半

以上的 HBM 市场（现在40%）。

作为三大原厂中市场份额占

比最小的美光也不甘人后，美光的

管理层在早前的发布会上声称，他

们不仅会在 HBM3上迎头赶上，而

且还会超越目前的领先者。

美光指出，客户现在正在试用

其新的 HBM3 产品，并表示该产

品比竞争解决方案具有明显更高

的带宽，并在性能和功耗方面建立

了新的基准。

值得注意的是，日前，美光已宣

布已出样业界首款8层堆叠的24GB

容量第二代 HBM3 内存，基于 1β
DRAM制程节点高带宽内存（HBM）

解决方案，带宽超过1.2TB/s，引脚速

率超过9.2GB/s，比现有HBM3解决

方案性能可提升最高50%。美光介

绍，第二代HBM3产品与前一代产

品相比，每瓦性能提高2.5倍，可帮

助缩短大型语言模型（如GPT-4及

更高版本）的训练时间，降低总体拥

有成本（TCO）。

本报记者 陈佳岚 广州报道

与苹果及美国运营商对eSIM

（电子化的 SIM 卡）大力支持不

同，我国运营商考虑到安全性等

问题一直以来对eSIM技术更为保

守，就连此前已经广泛应用在智

能手表中的eSIM功能近段时间也

被集中叫停。

日前，中国电信通过官方App

低调发布了一则“暂停eSIM手表

业务办理公告”。而在此之前，中

国移动早已发布过类似公告，中

国联通在部分区域也已无法开通

eSIM一号双终端服务。

《中国经营报》记者注意到，目前

市面上拥有eSIM功能的安卓智能手

表均无法在中国移动和中国电信办

理一号双终端业务，也让eSIM在中

国的推广普及蒙上了一层阴影。

eSIM，全 称 为 Embedded-

SIM，即嵌入式 SIM 卡，即将传统

SIM 卡直接嵌入到设备芯片上，

实现真正设备无卡化。eSIM 技

术由苹果公司首先提出，苹果公

司在技术储备和专利布局方面

一直走在前列。2014 年 9 月，苹

果发布 iPad Air 2 时首次将 eSIM

卡的概念带到了实际产品中。

2018 年 9 月发布的 iPhone XS 中

就在手机中引入了该技术，不过

一直并未普及开来。但 2022 年，

苹果发布的 iPhone 14 系列美国

版本将eSIM代替SIM卡槽，为苹

果 首 次 发 布 只 支 持 eSIM 的

iPhone，此 举 也 被 认 为 会 推 动

eSIM普及。

而国内对于eSIM普及至智能

手机这件事一直较为保守。

“从监管部门到运营商，目前

行业对eSIM的新技术并不排斥，

但对eSIM在手机终端的应用十分

慎重。”此前，中国移动研究院业

务研究所原所长黄更生对记者表

示，eSIM 技术取代 SIM 卡槽这一

动作会对整个生态带来非常深远

的影响，所以运营商还是比较慎

重，尤其是在中美贸易摩擦的背

景下，发卡入口归属是问题，此

外，在信息安全上可能会带来一

些问题。

事实上，这并未影响eSIM在

中国非手机终端的应用普及，早

在 2017 年，中国联通就已开始在

智能手表上开展eSIM试点，后来

2018 年推出一号双终端服务，使

得每个号码可以通过手机（实体

卡）和手表（eSIM）同时进行工作，

而中国电信、中国移动后续也陆

续开启eSIM一号双终端技术应用

服务。

尽管三大运营商对于 eSIM

应用在手机上较为保守，但其已

推出智能手表上的 eSIM 服务实

际上已经逐步普及，苹果、三星、

华为、小米、OPPO、出门问问、魅

族、努比亚等品牌的一些智能手

表产品均支持eSIM服务，中国联

通App显示支持该功能的手表品

牌多达 13 个，中国移动方面则有

17 个。近期，荣耀刚发布的长续

航手表 4 也首次支持 eSIM，可以

看出，eSIM 作为智能手表差异化

卖点之一，已经受到越来越多品

牌的欢迎。

在 仅 支 持 eSIM 的 美 版

iPhone 投入市场后，我国监管部

门也给 eSIM 卡普及释放了更多

积极的信号。去年，在回复网友

提问时，工信部就已表态，“正组

织相关单位，研究推进eSIM技术

在平板电脑、便携式计算机及智

能手机设备上的应用，待条件成

熟后扩大eSIM技术应用范围。”

目前国内运营商的 eSIM 业

务有两种：一种是一号双终端业

务，即用户可以在自己手机号码

（主号码）的账户和套餐下，添加

手 表 作 为 eSIM 附 属 设 备（副

卡），使手机和手表共用一个号

码，共享号码、套餐通话和流量，

可分别通话、上网，手机没有随

身携带时，也不担心错过重要通

话。第二种是独立号码业务，是

指手表独立的号码和蜂窝移动

网络，拥有单独的资费套餐，拥

有短信、通话和网络连接等业

务。相比而言，一号双终端业务

更受用户欢迎。

但这一相关功能却也似乎发

展不太顺利。

在多家运营商发布暂停办理

相关业务后，记者以办卡为由咨

询北京电信客服工作人员，其表

示，安卓eSIM独立号码业务服务

升级中，暂停开通办理，具体恢复

时间无法提供。一号双终端业务

则已经下线。北京移动客服人员

则表示，eSIM 手表一号双终端业

务已暂停办理。不过，iOS生态仍

支持eSIM业务。

当前中国联通App可正常办

理相关业务，不过此前，云南、四

川、湖北等地区的中国联通用户

发现，自己的安卓手表已不支持

开通eSIM手表一号双终端业务。

据悉，中国联通安卓手表eSIM独

立号码业务线上开通入口暂时关

闭，需往线下营业厅办理。一位

湖北联通号主也向记者指出，“目

前显示要线下办理。”

目前，三大运营商中，已经有

两家市场份额大的运营商中国移

动、中国电信相继都叫停了 eSIM

一号双终端业务的办理，尽管运

营商的理由是“业务维护升级”，

但外界不免对 eSIM 功能多了几

分疑虑。

该业务的暂停暴露了eSIM在

发展中似乎也遇到了问题，有网友

猜测该业务暂停与被不法分子滥

用相关，有人将一些不限量的eS-

IM 物联网卡分成多个实体卡，并

且每个实体卡都使用了超额流量，

导致相关运营商损失惨重。eSIM

的优势之一是“空中写号”，即用户

在发送请求后获得运营商的授权

就能直接入网使用，实名认证环节

无法保证，也使得电信诈骗更难管

控。而国内智能手机仍无法支持

eSIM 普及，也是因为在技术上仍

然有安全风险。

“之前有用户利用 eSIM 漏洞

影响到了运营商利益，不仅利益受

到影响，还有技术风险、运营风险、

合规风险，（运营商）没有动力推

动。”也有通信行业人士向记者如

此说道。

相比于传统 SIM 卡，eSIM 可

能面临更多的安全风险。通信行

业专家项立刚表示，实体卡安全性

较强，需要市民前往营业厅办理并

且核对身份信息，但是 eSIM 就相

当于一段代码，有可能会被远程干

预，安全性不如实体卡，的确可能

存在一定的安全隐患。

不过，项立刚依旧看好 eSIM

的未来，虽然在我国手机端的使用

空间不大，但是在万物智联时代，

eSIM能在多个智能终端迎来发展

的春天，比如智能手表、平板电脑

或者一些智能家居方面。

项立刚指出，对于运营商而

言，该业务投入较大，回报目前也

并不多，还存在一定的安全隐患，

也需要给运营商多一些时间。值

得注意的是，在部分运营商收紧

eSIM 推广的同时，中国联通似乎

又对eSIM推广加大了力度，7月21

日，中国联通在其官方微信发布文

章称近期推出“开通联通eSIM，享

受购买智能手表直降”活动。对

此，记者也联系采访各家运营商态

度，不过截至发稿并未获得回复。

停用 eSIM 最直接的影响便

是，用户新购入的设备因为运营商

不支持而无法享受相关服务，尽管

用户还能携号转网办理联通的

eSIM卡，但也更为麻烦。

受到影响的不仅是用户，以

eSIM功能为卖点的智能电子设备

也将受到影响。有手机行业人士向

记者指出，“厂商也会有影响，毕竟

之前的产品大力宣传过这个功能，

现在不支持办理了也颇有些尴尬。”

根据Counterpoint的ETO（新

兴技术机会）服务的最新研究，到

2025年，基于eSIM的设备出货量将

达到近20亿台。Counterpoint 高级

分析师 Ivan Lam对记者表示，eSIM

并非新技术，在全球发展十分迅速，

规模已经很大了，尤其是在IoT（物

联网）产业已经非常成熟，但在国内

智能手表市场影响还有限。

Ivan Lam 对记者表示，“智能

手表在国内市场用eSIM的用户占

比较小，eSIM 功能只是其中一个

关键卖点，大部分用户基于增加这

项功能需要增加整体售价的情况

下，可能更愿意选择非eSIM版本，

所以它对整个智能手表的市场，其

实影响不大。”

根据市场调查机构 Counter-

point 公布的最新报告，2023 年第

一季度中国智能手表出货量同比

下降28%，环比下降16%，达到过去

12个季度以来的最低水平。排名

前三的品牌分别是华为、苹果和步

步高。

而从行业情况来看，国内智能

手表市场表现乏力，厂商们生存环

境也并不如人意，仍在寻找更多创

新突破点。

尽管目前发展受阻，但业内人

士依然表达了对eSIM未来发展的

乐观预期。太平洋证券认为，未来

五年 eSIM 会广泛应用于智慧城

市、智能家居、工业互联网、车联

网、智慧医疗等垂直领域，对推动

蜂窝物联网的规模化起到非常关

键的作用。

本报记者 秦枭 北京报道

ChatGPT 在全球的关

注度持续火热，再次将 AI

产业推到聚光灯下，而在

这一领域一直盘踞着两大

巨头，硬件层面英伟达独

领 风 骚 ，而 OpenAI 凭 借

GPT模型在软件层面独占

鳌头。但随着AI产业迎来

“iPhone时刻”，为满足海量

数据存储以及日益增长的

繁重计算需求，半导体存

储器领域也迎来新的变

革，高带宽、低功耗内存

HBM“粉墨登场”，SK海力

士、三星等存储厂商也收

获颇丰。

《中国经营报》记者从

多位业内人士处了解到，

DRAM（动态随机存取存

储器）分为三个类型：标准

DDR、移动 DDR 以及图

形 DDR，HBM 属于最后

一种，即图形 DDR。作为

一种新兴的标准 DRAM

解决方案。HBM 的优点

显而易见，它可以显著提

升数据传输速度。其在数

据中心中的应用已经很成

熟，并且由于人工智能、机

器学习的需求而使用量不

断增长，但缺点是高昂的

成本。

在当前DRAM的整体颓势之

中，HBM实现了逆市增长。

HBM 全 称 为 High Band

width Memory，即高带宽内存，是

一种新兴的标准 DRAM 解决方

案。高带宽内存方案最初是由三

星、AMD 和 SK 海力士提出来的。

HBM技术可实现高于256GBps的

突破性带宽，同时降低功耗。它具

有基于 TSV 和芯片堆叠技术的堆

叠 DRAM 架构，核心 DRAM 芯片

位于基础逻辑芯片之上。第一个

HBM 内 存 芯 片 由 SK 海 力 士 于

2013 年生产，第一个使用 HBM 的

产品是2015年的AMD Fiji GPU。

去年年底以来，ChatGPT 引

爆 AI 概念，AI 相关需求呈快速增

长态势。而 AI 的快速发展，对数

据量和算力的需求也有大幅拉

动，拉动相关半导体需求的持续

提升。

民生证券指出，处理器性能不

断提升，“内存墙”成为计算机系统

的瓶颈，而HBM通过3D堆栈可提

供更高的内存带宽和更低的能耗，

适用于高存储带宽需求的应用场

合，如HPC、网络交换设备等。

半导体分析师王志伟对记者

表示，“内存墙”指的是内存性能严

重限制CPU性能发挥的现象。存

储器与处理器性能差异正随时间

发展逐渐扩大，当存储器访问速度

跟不上处理器数据处理速度时，存

储与运算之间便筑起了一道“内存

墙”。而随着人工智能、高性能计

算等应用市场兴起，数据量指数级

增长，“内存墙”问题也愈发突出。

据悉，英伟达与 AMD 最新的

高端 GPU 产品 H100 以及 MI300

中，都配备了目前最新的 HBM3。

并且，微软、亚马逊等多个科技巨

头也都在排队抢购SK海力士的第

五代高带宽内存HBM3E。

AMD CEO苏姿丰表示，HBM

采用堆叠式设计实现存储速度的

提升，大幅改变了 GPU 逻辑结构

设计，DRAM颗粒由“平房设计”改

为“楼房设计”，所以 HBM 能够带

来远远超过当前GDDR5所能够提

供的带宽上限。

TrendForce 最 新 报 告 预 计 ，

2023年AI服务器出货量（含GPU、

FPGA、ASIC 等）预估在 120 万台，

年增长率近 38%。AI 芯片出货量

同步看涨，预计今年将增长 50%。

与此同时，目前高端 AI 服务器

GPU搭载HBM芯片已成主流，预

计2023年全球HBM需求量将年增

近六成，达到 2.9 亿 GB，2024 年将

再增长30%。

而根据Omdia 数据，2020 年全

球 HBM 市场规模为 4.58 亿美元，

预计 2025 年市场规模将达到 25 亿

美元，年复合增长率高达 40.38%。

不仅是 AI，AR 和 VR 市场的

不断增长也在推动 HBM 市场的

增长。根据 Astute Analytica 的数

据，截至 2021 年，全球企业 VR

和 AR 市场价值为 189 亿美元，

预计到 2030 年将达到 3649 亿美

元，2022 年至 2030 年间的复合年

增长率为 39.2%。

王志伟分析认为，VR 和 AR

系统需要更高分辨率的显示器。

这些显示器需要更多的带宽来在

GPU 和内存之间传输数据，这正

是 HBM 的用武之地。HBM 能够

提供高达传统内存解决方案三倍

的带宽，已成为高分辨率显示器的

理想选择。

“从监管部门到运营商，目前行业对eSIM的新技术并不排斥，但对eSIM在手机终端的应用十分慎重。”此前，黄更生对记者表

示，eSIM技术取代SIM卡槽这一动作会对整个生态带来非常深远的影响，所以运营商还是比较慎重。

“之前有用户利用eSIM漏洞影响到了运营商利益，不仅利益受到影

响，还有技术风险、运营风险、合规风险挑战，（运营商）没有动力推动。”

eSIM技术由苹果公司首先提出，并发布了支持eSIM的iPhone。 视觉中国/图


